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■技術開発の背景 

 レーザ加工は切断のみならず溶接や熱処理，樹脂溶着など様々な工程で活用され，今や

モノづくりの重要な基盤技術として認知されている。しかし，切断用途以外での利用は大

企業や一部の中小企業にとどまっている。その原因として，機器が高価であることや保守

管理が煩雑であることなどが挙げられる。そのため，安価で操作が容易，そしてメンテナ

ンスなしでも長期間使用可能な加工用レーザ装置の開発が望まれている。 

 

■技術開発の内容 

通信の分野で開発が進んだ半導体レーザ素子に注目し，これを搭載した空冷式半導体レ

ーザ装置の開発に，工業試験場および大阪大学と共同で取り組んだ。材料加工に利用する

場合，素子 1 つでは出力が低すぎるため，これを複数使用し，全てのレーザ光を集光して

高出力化する技術を開発した。また，空冷で使用するための放熱技術の確立や，1 台の装

置にレーザ光発振に必要な電源やコントローラを全て組込むための筐体設計を行った。 

 その結果，メンテナンスフリーで操作し

易く，従来に比べて半分以下のコストで材

料加工用レーザ装置を製造する技術を開発

し，図に示す空冷式の半導体レーザ装置と

して製品化した。さらに，これを搭載した

精密溶接機やろう付機など，各種レーザ加

工機の実用化を図った。 

 

■製品の特徴 

 製品化した空冷式半導体レーザ装置の主

な仕様は表のとおりである。また，集光形

状を点や長さの異なる直線などに自在に変

更できる特徴があり，溶接割れを防ぐなど

加工品質の向上や，生産性の高効率化が期

待できる。 

 

■今後の展開 

 工業試験場および大阪大学との連携をさ

らに強化し，接合以外の表面改質や積層造

形の分野での用途開発に取り組んでいる。

さらに，これまで培った精密溶接技術など

を応用し，医療器具の製造販売などへの展

開も図る予定である。 
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図 加工用半導体レーザ装置と応用機器 

 

表 主な仕様 

最 大 出 力 300W 最小集光径 0.25mm 

波 長 975nm 作 動 距 離 90mm 
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